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１．概要（Summary） 

サファイアの基板上に形成した金の電極に

電線を接続するための方法で、信頼性の高い接

続を実現する方法と実施の仕方について相談

した。そして、信頼性の高い接続方法と実施の

仕方について、幾つかの提案を受けた。機器利

用の実行は、まだ、できていない。  

巨大分子解析研究センターは、原子内包フラ

ーレンを応用したデバイスの開発を目指した

プロジェクトに参加している。そのプロジェク

トでの実験に使用するデバイスの基礎的な原

型を構成する要素として、金電極を載せたサフ

ァイア基板を使用する。  

しかし、そのサファイア基板を使用した実験

に際し、基板上の金電極と金電極への配線との

接続部分がしばしば外れ、また、接続作業がや

りにくいために補修に時間がかかっている。そ

れが実験の速やかな進行を妨げている。そのた

め、サファイアの基板上に形成した金の電極に

電線を接続するための方法で、信頼性の高い接

続を実現する方法と実施の仕方が必要になっ

ている。  

サファイアの基板は、縦 10mm、横 5mm。

その上に金の電極が形成されている。金の電極

は櫛形の形状で、縦 4mm、横 3mm の矩形の領

域内に互いに歯を組み合わせるように対向し

て配置されている。そして、それぞれの電極は

それぞれに電線接続用のパッドと繋がってい

る。電極やパッドや配線などのパターンの厚さ

は 50nm。そのパッドに電線を接続する方法と

して、電気抵抗が低く機械的強度が高いことが

期待できる方法を幾つか紹介された。  

紹介された方法は、ワイヤボンディング装置

を使用した金線やアルミ線での電線の引き出

し、銀ペーストや導電性接着剤を使用した電線

の接続、異方導電性ゴムコネクタを使用した電

線の引き出し、といった方法。  

 

２．実験（Experimental） 

 なし 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

助言において紹介された方法を試行する事、信頼性

の向上を確認する事は、まだできていない。 

 実施が遅れている理由は、日程の都合で、試行や確

認を待って実験を開始する事ができなかった事によ

る。 

 現状、まだ、信頼性の低い旧来の接続方法はほぼそ

のままになっている。今後、紹介された方法による接

続方法の信頼性向上を試みたい。 
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